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"Early Supplier Involvement (ESI) is een vorm van verticale
samenwerking tussen ketenpartners waarbij de fabrikant de leverancier
In een vroeg stadium van het productontwikkelingsproces betrekt.”
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PPM "Parts Per Million"

Waar het verschil zichtbaar wordt

Y Meeteenheid in de productie-industrie om de nauwkeurigheid en kwaliteit van processen te kwantificeren.

Y Hoeveel defecten of fouten er zijn per miljoen onderdelen/acties in een productieproces?

Welke kans op het kopen van producten met gebreken wil je?
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Expertise gedurende de gehele levenscyclus van een product
BRONZE | Top 35

Design for eXcellence
> Design for Manufacturing
> Design for Circularity

> Design for Testing
> Design for Logistics

> Design for Cost



Design for Manufacturing

Produceren van reproduceerbaarheid

Footprints

Sluiting

Herstellen '




Design for Manufacturing

Produceren van reproduceerbaarheid

87%

74%

production yield
(% right first time)

Voor DfM m Na DfM




Design for Manufacturing

Produceren van reproduceerbaarheid
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13%

Herstelacties

Voor DfM m Na DfM




Design for Testing

Laat de klant niet degene worden die moet testen
I quality improvement NRE COST
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Design for Logistics

Denken aan de toekomst, in het nu

LIFECYCLE Obsolete/LTB

Levertijden MANUFACTURER PART CODE e date

MT40A512M16LY-062E IT:E Obsolete 11-2023
MTFC8GAKAICN-4M IT Obsolete 04-2022
TDA21240AUMAL Obsolete 08-2022
LTST-C190GKT

0<25 weeks (99) .R. 10MQO40NTRPBF Unconfirmed

@ <50 weeks (5) 200-203W Unconfirmed
67800-5005 Unconfirmed

@<75 weeks (1) B2B-XH-A Unconfirmed
PCA9306DCU Unconfirmed

0O>75 weeks (0) GRM155C80J106ME11D
SX3C18K10E33.33MHZ

@ Unknown (12) SX3C33K10E24.0MHZ
SX3C33K10E25MHZ

Kantel punt SX3C33K10E50MHZ

X32-3030H22F12
XCZUSEG-2SFVC7841 Unkn

Beschikbaarheid risico

100%
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20%
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0%
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 B Unknown (6)

Unknown Unconfirmed Obsolete mmmmm High Risk

mmmmn Medium Risk Low Risk == == Risk factor




Waarom DfX?

DESIGN FOR EXCELLENCE

100,00
pcba complexity

# Defect
90,00 Opportunities (DO) l

80,00 100

200 De verschillende stappen
500 of activiteiten waarin
60,00 ——1000 fouten kunnen voorkomen

2000

70,00

50,00
5000

40,00 10000

20000
30,00

25000
20,00

production yield (% right first time)

50000

10,00 75000

== 100000

0,00

Defects per Million Opportunities (DPMO)

Het totaal aantal mogelijkheden waarin een defect kan optreden




Waarom DfX?
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Waarom DfX?
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Waarom DfX?

production yield (% right first time)
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Early supplier involvement

Waarom? Daarom!
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Uitvoerig testen

De filter tussen papier en realiteit

» In-line 3D Automatische Optische Inspectie (AOI)
> X-ray inspectie

> Flying Probe test

Y In-circuit test (ICT)

» Functionele test

> Uitgebreide Boundary Scan Test oplossingen

B

VDL TBP ELE



Processing

> Manufacturing

Execution System

Test DataBase <;

forced routing

(Automated)

Assembly Machinery Test Equipment )

analytics

shop floor
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ONE SMALL STEP FOR US ...
ONE GIANT LEAP FOR
MANUFACTURING
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